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こうした状況において、当社ではお客様の設備投資のタイ
ミングを見極めるため、いくつかの指標を重視しています。中
でも重要なのがお客様の製造ラインの稼働率です。AI関連
の分野を中心に、一部のお客様では極めて高い負荷で生産
が行われている状況です。一方で、主要国の関税措置が影響
し、多くのお客様が「先行きの不透明さ」に懸念を抱いている
ことも事実です。稼働率が高まりつつあるとはいえ、設備投

資に踏み切るタイミングを慎重に見極めているのが実情です。
そのため、当社においては、次に需要が一気に立ち上が

る時期を見逃すことなく、注文にタイムリーに応えられる体
制を整えています。半導体サイクルの回復局面においては、
瞬間風速のように注文の集中が起きがちです。こうした状
況に備えて、当社はさまざまな対応策を検討し、回復需要
をしっかり捉えるための準備を怠りなく進めています。

AIの進化により大きな変化を迎えている半導体業界に対
して、当社は的確に対応してまいります。生成AI向けGPU
に欠かせない広帯域メモリ「HBM」に当社の技術が採用さ
れている背景には、実装技術の進化が深く関係しています。
従来のフリップチップ実装では、テープによる固定やキャピ
ラリーアンダーフィルによる隙間充填の後にモールディング
を施すという工程が主流でした。これに対して、当社は「モー
ルドアンダーフィル（MUF）」という技術を提案しました。こ
れはコンプレッション方式による真空成形を用いて、パッケー
ジ内部の隙間を一括して充填する封止技術です。

このMUF 技術には、工程の簡略化や使用材料の削減、
さらには生産性を大きく向上させることができる利点があ
ります。また、一体成形により放熱性を向上させることが可
能であり、その有効性が実証されています。

さらに、当社は2.5D実装やチップレットといった新たな技
術領域に挑んでいます。先端半導体チップ製造の前工程で
は回路幅の微細化が限界を迎えつつあり、高コスト化も進む
ことから、後工程や中工程と呼ばれる領域からの技術アプロー
チが注目されています。そうした潮流の中で、当社の封止技
術や個片化技術が貢献できる市場機会が拡大しています。

一方、モールディング装置に次いで重要な製品であるシ
ンギュレーション装置については、業界に先駆け1990年

代後半から開発を開始し、売上を伸ばしてきました。しかし、
従来のダイサーやハンドラを用いた方式の装置では競合が
激しく、モールディング装置のような収益を上げるのが難
しい状況が続いていました。

これに対して、数年前にあるお客様から「より高速のシン
ギュレーション装置を開発してほしい」との依頼をいただき、
従来の発想と異なるレーザによる切断に取り組むこととなっ
たのです。試行錯誤の末、今年からプロトタイプの出荷を実
現したところ、評価が高く、お客様先の生産ラインへの導入
が進んでいる段階です。

このレーザシンギュレーション装置は、生産性が従来の
2倍に向上しており、これまで2台必要だった装置が1台で
済むようになったことで、省スペース化にも貢献していま
す。また、スマートフォンやタブレット、ウェアラブル機器な
どでは、バッテリーサイズをできる限り大きくしたいという
意向が強く、その分、半導体を制限されたスペース内で配
置しなければならず、場合によっては異形状の切断が求め
られます。これは従来のダイサーでは対応できず、当社の
レーザだからこそ対応可能となっています。当社では、新
たなレーザ技術を軸に、モールディング装置と同様に「世
の中にない、より良いもの」を提案していくことで、事業の
幅を拡大していく考えです。

［半導体製造装置の革新］
後工程の高度化が切り拓く新たな市場機会

「第二次中計」においては、半導体分野のさらなる成長を
加速させていく一方で、事業ポートフォリオの見直しを進め
ていく考えです。

現在、当社の売上の約9割は新事業・TSS（トータル・ソ
リューション・サービス）を含む半導体事業によって構成さ
れていることから、今後、半導体の需要が停滞すれば業績
に大きく影響が出かねません。そのため、半導体関連への

2032年に売上高1,000億円を目指すという目標に対し
て、人財の採用、育成が重要な課題であることは言うまで
もありません。一方で、少子高齢化の進行に伴い、日本国
内での人財確保は一層困難な状況となっています。毎年、
数多くの方を採用して育成に努めているのと併行して、教
育研修を通じて優秀な人財を育てる観点が重要です。「機
能する人財をどう増やしていくか」が今後の大きな課題だ
と考えています。

AI が本格的に普及していく時代にあって、従業員一人
当たりの生産性を高めることが、企業競争力の強化に直
結します。それと同時に、AIを活用したDXを推進してい
くことで仕事の進め方を見直し、業務における無駄を省い

半導体産業に長年携わってきた中で強く実感しているの
は、米国における巨大IT企業群の存在の大きさです。彼ら
が「こういうものを作りたい」と決定すると、その指示がデバ
イスメーカーへと伝達され、最終的にはアジアの企業群が
それを製造するという構図が形成されています。当社もこ
の流れの中で、間接的に装置や材料を提供しているのが現
状です。必要な対価だけを受け取りつつ、言われたとおりに
作るだけという立場に甘んじているのが現状です。

その一方で、巨大IT企業はその製品を活用して何十倍、
何百倍もの利益を上げており、この構造に対して私個人とし
て強い問題意識を持っています。私がTOWAに入社した頃
は、日本の半導体産業が非常に強い時代で、当社の売上は
ほとんどが日本のお客様によるものでした。ところが現在で
は9割近くが海外のお客様によるものとなっています。

こうした現状を少しでも打開したいというのが私の願い
です。海外のお客様の課題にこれまで以上に応えることは
当然として、国内の装置メーカーや材料メーカーなど、関
係する企業同士が横でつながり、世界に通用する日本発
の企業群を目指すことも必要だと考えています。これによっ
て、「こういうものが社会にとって必要だ」と日本の企業群
が方向性を示し、デバイスメーカーに「これを作ってほしい」

［新規事業の育成］
将来の成長を見据えた事業ポートフォリオの構築

［次代の成長を見据えた人財育成］
人財力の最大化に向けた基盤づくりと実践教育の強化

［TOWAのさらなる使命］
世界市場での構造変化を見据えつつ、日本の半導体産業の再興への貢献も目指す

依存度を緩和することで、半導体市場が仮に低迷しても、
収益を安定的に確保できるポートフォリオの構築に注力し
ていきたいと考えています。

具体的には、コア技術に関連した半導体分野以外の用途
開拓をはじめ、エンドミル・ドリルの工具、離型フィルム、医
療機器、レーザ加工装置など、TOWAグループ内で取り組
む新規分野の育成を進めていきます。「第二次中計」は投資

ていく施策が欠かせません。私自身も、地道にAIを使いな
がら日々の業務に取り組んでおりますが、任せられる部分
は AI に任せ、その分、従業員一人ひとりの生産効率をい
かに高めるかという視点が求められます。そういった取り
組みを一つの柱として、これからの3年間で人財の効率的
な活用、すなわち「人財の最大化」に集中して取り組んでい
きます。

当社には、これまで蓄積してきた多くのデータやノウハウ
があります。これらをいかに効率よく活用していくかが、今
後の成長の鍵になると考えています。その意味でも、AIの
導入、活用は単なる技術面の施策ではなく、社内人財育成
の一環として位置づけて取り組んでいきます。

と指示できる構造を構築することで、日本の半導体産業を
再興したいと願っています。近年、国内でも先端ロジック
半導体の開発・量産を目指す動きが出てきています。当社
としても、今後こうした進展に寄与し、日本の半導体産業
に貢献していくことが私の夢です。これからの時代におけ
るビジネスの潮流をしっかりと見定めつつ、技術と人財を
軸に、TOWAらしい挑戦を通じて、次代の半導体産業に
貢献してまいります。

フェーズと位置づけており、これらのうち一つ、二つの事業
について成長軌道に乗せていきたいと考えています。この点、
あまりに早期の収益を求めすぎると、当社の強みであるチャ

レンジ精神が損なわれかねません。ですから、腰を据えて取
り組みながらも収益性を重視し、新たな事業の柱を着実に
育ててまいります。
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インプット（経営資本） アウトプット・アウトカムビジネスモデル

TOWAグループの強み

事業活動

持続的な価値創造経営戦略

 (2025/4 ～ 2028/3)
第二次中期経営計画 TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

10年先、20年先、30年先も業界トップであり続けるため積極的に人財投資を行う

テーマ

（長期経営計画）
TOWAビジョン2032

経営理念
産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、クォーター･リードに徹した

「新製品・新商品」の創成に向けて、果敢なる挑戦のもと、  
全力を傾注して成果を生み出し、もって産業の発展に多大の貢献をはたす。 

テーマ 変革で世界の頂へ
他社の追随を許さない唯一無二の企業に

売上高 710億円
営業利益 156億円
営業利益率 22.0%

2025/4 ～ 2028/3

TOWAグループの
マテリアリティ（重要課題）

新たな課題への挑戦と飛躍
第二次中期経営計画

サステナビリティ
戦略（方針）

メディカル
デバイス事業

新事業

レーザ事業

財務資本

資産合計

83,228
百万円

61,386
百万円

純資産合計

設備投資額

5,391
百万円

連結従業員数

グローバルネットワーク
（連結子会社数）

2,099名

20社※
（国内3社、海外17社※）

国内5拠点
海外6拠点

国内483件
海外996件

生産拠点

製造資本

知的資本

人的資本

社会・関係資本

自然資本

売上高1,000億円と
高利益率の達成

2032年3月期目標数値
● 売上高
● 営業利益
● 営業利益率

1,000億円
250億円
25.0%

1

2

3

4

パッケージングプロセス
提案により顧客価値を
創出し続ける世界の
リーディングカンパニー

TOWAの技術で
サステナブルな
社会を実現する会社

積極的な情報発信で
知名度の高い会社

企業文化の伝承と多様
な価値観を尊重する
笑顔で働ける会社

達成目標

長期経営計画
TOWAビジョン2032

研究開発費

1,393
百万円

所有特許権件数

総エネルギー
使用量（電力）

87.61千m343,324MWh
総取水量

【コア技術】
超精密
金型技術

EF加工
技術

金型設計
技術

樹脂成形
技術

ファイン
プラスチック

プレス設計
技術

超精密・
微細加工
技術

コーティング
技術

研究開発

シンギュ
レーション
技術

自動化設計
技術

事業戦略

テクノロジー

サポート&サービス

グローバル展開

超精密金型をTOWAの
原点とし、半導体製造の
後工程における革命的な
ソリューションを発信。

お客様の生産環境を
人とIoTで支える総合的な
サポートサービスを提供。

生産・販売・
開発拠点を設立し、
現地のニーズに対応。

ありたい姿

2024年度実績

売上高
534.7億円

経済価値

新事業

・TSS（トータル・ソリュー
  ション・サービス）
・精密加工用工具、
受託加工
・微細加工
・コーティング

94.2億円
レーザ事業

・レーザトリマ
・ウェハマーカ
・レーザ溶接機

22.6億円

メディカル
デバイス事業

・ファインプラスチック
成形品
・医療機器

22.6億円
半導体事業

・半導体製造用精密金型
・モールディング装置
・シンギュレーション装置

395.3億円

半導体事業

社会への貢献を通じた
TOWAの価値創出

環境負荷
低減への貢献

健康経営と
労働安全衛生の推進

人財育成と多様な
人財の活躍促進

ガバナンス体制の
更なる強化

ファインプラスチック
成形品

コンプレッション
モールディング装置

ウェハマーカ超硬エンドミルシリーズ

2025年３月期もしくは2025年3月末時点
※2025年４月末時点

CHAPTER 02 TOWAグループの価値創造プロセス

さまざまな用途で半導体需要が急増する中、TOWAグループ に対するお客様の期待はますます大きくなっております。
サステナビリティの実現などの社会課題解決への貢献を見据え、当社にしかできないビジネスモデルを構築して今後
もさらなる成長と企業価値の向上を追求し、唯一無二の企業を目指します。
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people

サービスエンジニアに
よるサポートサービス

サポートサービスを
支えるインターネット

IoT

テクノロジー

サポート
&

サービス

グローバル
展開

当社は、超精密金型技術をコア技術とし、超精密金型加工、樹脂成形、装置設計に関わる
革新的な技術開発を推進してきました。半導体をはじめ光学・医療など多分野に応用可能な
超精密・微細加工技術の研究を重ね、業界の技術革新に貢献しています。
独自のコーティング技術であるバンセラコーティングは、金型の耐久性・離型性を向上させ、

さらには金型だけでなく機械部品やガラス等への表面処理に幅広く応用されています。複雑な
形状と高い精度を必要とする金型の量産に有効なプロセス技術であるEF(超精密電鋳)加工技術
は、超精密金型の大幅な生産性の向上とコストダウンを図ることができます。

　TOWAでは、製品を導入いただいたお客様にさまざまなサポート&サービ
スを提供しています。
　Total Solution Service（TSS）は、お客様の生産環境を人とIoTで支える、
総合的なサポートサービスです。
　トレーニングセンターでは、当社装置をご使用のお客様に、より安全かつ
安定した稼動に役立つ知識と技術を習得していただけます。
　ラボラトリでは、パッケージ開発支援体制を整え、顧客パッケージ開発期間
の短縮、モールディング・シンギュレーションプロセスを提案しています。

　顧客ニーズへの即応性を高め、顧客満足の向上を図るため、主要な半導体生産地域に
販売拠点および生産拠点を展開しています。 
　お客様のすぐそばで、あらゆるご要望に迅速かつ適切に応えてまいります。

● コア・コンピタンス ～ 超精密金型を創出してきた金型関連技術
● 市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発

● 主要な半導体生産地域に販売拠点および生産拠点を展開
● 市場変化に柔軟に対応できるサービス体制を構築

当社は、3D CADとCAE解析を活用
した金型設計技術により、最適な設計プ
ロセスを構築し高品質な金型を提供して
います。樹脂成形技術としては、半導体
モールディング市場において業界標準を
確立して以来、リーディングカンパニー
であり続けています。プレス設計技術・自
動化設計技術を強みとし、常に市場の
ニーズを先取りしたモールドプロセスを
提案し、お客様の求める納期・品質に対
応しています。また、創業時から培ったエ
ンジニアリングプラスチック成形技術に
より、ファインプラスチックの多様な製品
ニーズにもお応えしています。
業界に先駆けて1990年代から当社が

取り組んでいる半導体後工程のシンギュ
レーション技術では、長年培ってきた切
断技術に、高速なハンドリング技術や画
像解析技術を結合して、高い品質で製品
を個片化する装置を提供しています。

数字で見る
TOWAの現在地
半導体モールディング
装置世界シェアの推移

【コア技術】
超精密
金型技術

EF加工
技術

金型設計
技術

樹脂成形
技術

ファイン
プラスチック

プレス設計
技術

超精密・
微細加工
技術

コーティング
技術

研究開発

シンギュ
レーション
技術

自動化設計
技術

● Total Solution Service(TSS) ● トレーニングセンター

● ラボラトリ
サポートサービス　　生産性向上サービス
部品供給サービス　　付加価値提案

サポートシステム TEN-System

ヨーロッパ

韓国中国

東南アジア 台湾

北米

北米・ヨーロッパ、中国、
韓国、東南アジアに展開

生産拠点
販売拠点
サービス拠点
トレーニングセンター
ラボラトリ

TOWAの
成長を支える
三つの強み

2022 2023
2024

※TechInsights 社のデータをもとに当社作成

66.6% 63.4% 64.8%

TOWAグループの培った強み
TOWAには、ものづくりにかける思いをひたむきに研究・開発に注いだ先人たちが、長年かけて築いてきた技術基盤が

あります。この基盤を最大の強みとして、アフターサポートをはじめとするトータル・ソリューション・サービスを拡充。開発・
生産・販売拠点を世界に拡大し、お客様のすぐそばで、開発から製造、供給までご要望に迅速かつ適切にお応えしています。
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半導体の製造には前工程と後工程があり、当社は後工程で使われる装置を製造するメーカーです。
後工程には、半導体チップを基板の上に並べる、金線をつなぐ、樹脂で覆いチップを保護する、カット
して個片化する、動作をテストするといった工程があります。チップを樹脂で覆う（=封止する）工程を
モールディング、個片にカットする工程をシンギュレーションといい、当社ではこれらの装置の性能を
徹底的に追求してきました。

前工程と
後工程に
ついて

金型の超精密加工技術を支える自社開発の
エンドミル（工具）の販売、超精密加工技術や
コーティング技術を応用した受託加工ビジネ
ス、当社半導体製造装置のアフターサービスや
改造・修理、中古機の販売までトータルで提案
するTSS事業を展開しています。

フリップチップボンディング

チップを基盤にのせ、
ボールと基盤を接続します。

ワイヤーボンディング

チップとフレームを
接続します。

ウェハを切断し、
1つ1つのチップに
切り離します。

ウェハのダイシング

ボールアタッチ

チップにボールを
取り付けます。

シンギュレーション

の事業領域

フレームから個々の
製品を切り離します。

モールディング

チップを樹脂で
封止します。

ダイボンディング

チップをフレームに
固定します。

製品検査や
信頼性試験を経て

半導体完成！

モールディングには従来、閉じた金型の窪みに樹脂を注入する
トランスファ成形という方法が使われていましたが、注入時の
樹脂の流動で金線が歪み、デリケートなチップにダメージを与
えるという問題がありました。それを解決したのが独自のコンプ
レッション装置です。樹脂の中に浸すことで流動の影響を取り
除いたコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の
封止と大幅なコスト削減が可能となりました。
コンプレッションモールドは、2.5D、3Dパッケージなどの
次世代パッケージに最適であり、自動運転、5G、AI、IoTなどの
次世代技術で加速的に拡大する半導体需要を見込んだ成長が
期待できるため、当社の技術的な強みとなっています。

モールディングで圧倒的地位を築いた
コンプレッション装置

トランスファ成形→コンプレッション成形によるパッケージ
ソリューション。メモリなどのハイエンド製品にコンプレッション
成形は欠かせなくなっている。

モールディング工程で封止されたパネル状の半導体を一つ
ひとつの個片に切り分けるのがシンギュレーション装置です。
当社の装置は1mm×1mmの個片化が可能で、業界最小を誇
ります。当社グループで開発製造を行っている切断用ブレード
と合わせたソリューション提案も強みです。
省人化を実現し生産性と環境性能を向上させた「FMS4040」

の拡販を進めています。また2025年3月には、グループ会社の
TOWAレーザーフロント株式会社と共同開発したレーザシン
ギュレーション技術を搭載し、任意の形状での切断が可能な
うえ生産性を向上させた「LGS1040」を市場投入しました。

高品質化と生産性向上に貢献する
シンギュレーション装置

特許や技術的難度から、2009年
の発売以来他社の追随がない。

クリーンルーム 医療用ファインプラスチック成形

メディカルデバイス事業は医療機器が中心となって
おり、医療注射器、点滴用部品といった医療用ファイ
ンプラスチック成形品などの受託生産を行っていま
す。独自の超精密・微細加工技術で製作された金型に
よる高精度な量産成形と、クリーンルーム設備での
「射出成形～組立」をコア技術とした検査・出荷まで
ワンストップでの生産が特徴です。開発品や小ロット
から量産に至る成形まで、お客様のニーズにお応えし
ています。環境に配慮したバイオマスプラスチック・
生分解プラスチックへの取り組みも行っています。

CBNエンドミルシリーズ

個片化

業界最小の個片化を可能にする
シンギュレーション

レンズ成形型(左)とゴム成形型(右)

FMS4040Model

PMC2030-DModel

半導体製造における後工程の革命的ソリューション
半導体

ナノテクを生かしたプラスチックの成形加工で医療に貢献
メディカルデバイス

TOWAのコア技術を応用した新規事業の展開
新事業

TOWAグループの技術と製品
TOWAグループにおける最大の強みは技術です。特に半導体製造の後工程では最先端技術を世界に発信し続けてき

ました。原点は、超精密金型のモジュールシステムの開発であり、そこで培われた超精密微細加工技術が、メディカル
デバイス事業や新事業への足がかりとなりました。いまだ他社の追随を許さないコンプレッションモールドはじめ、多彩
な技術が世界のテクノロジーの発展に役立っています。
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「世界の頂」への
基盤強化

新たな課題への
挑戦と飛躍

売上高1,000億円と
高利益率の達成

パッケージングプロセス提案により顧客価値を
創出し続ける世界のリーディングカンパニー

TOWAの誇るパッケージングプロセスに係る技術、ノウハウ
を提供することにより、お客様が得られる価値を創出します。

TOWAの技術でサステナブルな社会を
実現する会社

TOWAの技術を様々な分野に活かし、持続可能な社会の実現
に貢献します。

積極的な情報発信で知名度の高い会社
人財確保やＢtoＣを視野に入れた新たな事業展開において
は、広く社会全般における知名度向上が必要と考え、積極的
なPRに努めていきます。

企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する
笑顔で働ける会社

培ってきたDNAを10年後も伝承するとともに、時代の変化に
応じた多様な価値観を認め、柔軟な対応で社員を大切にする
会社を目指します。

1

2

3

4

「TOWAビジョン2032」

テーマ 「変革で世界の頂へ」

世界の頂とは、文字通り世界のトップであり、他社の追随を許さない唯一無二の企業になることです。

そのために段階的に達成すべき目標を設定するとともに、今後TOWAがどのような企業であるべきかを

改めて問い直し、10年後のTOWAの「ありたい姿」を4つの目指すべきポイントに整理して定めました。

長期ビジョン

また、このありたい姿に向けて取り組むべき課題、取り組み
解決することで企業価値が高まる課題として、TOWAグループ
のマテリアリティを特定しています。持続的な「稼ぐ力」の向上
と更なる価値創出へとつなげ、世界の頂を目指します。

TOWAビジョン2032の策定にあたっては、今後TOWAがどのような企業であるべきかを改めて問い直し、10年後の
TOWAの「ありたい姿」を定めました。持続的に企業価値を向上し「世界の頂」に向けて進むため、会社と社員一人ひとりが
想い描くべきより具体的な姿を示すものです。

10年後(2032年)にTOWAがありたい姿

前長期ビジョン（2014年4月～ 2022年3月)では、2014年度に売上高171億円
からスタートし、10年後の売上高500億円、営業利益80億円、営業利益率16%とい
う大きな目標を掲げました。達成に向け、市場動向を先読みしつつ積極的な設備投資
を行った結果、2022年3月期にその目標を2年前倒しで実現しました。
TOWAビジョン2032では、「変革で世界の頂へ」のテーマのもと、2032年3月期には売上

高1,000億円、営業利益250億円、営業利益率25.0%という高収益率の達成を目指します。
2025年3月までの第一次中期経営計画では、“「世界の頂」への基盤強化”に重点を
置き、新技術の開発や生産設備への投資を推進してきました。その成果として、TOWA
独自のコンプレッションモールディング装置・金型の拡販が進むとともに、次期中期経
営計画の柱として期待されるチップレットに最適な装置「YPM1250-EPQ」 や、新たな
レーザシンギュレーションプロセスを搭載した「LGS1040」 を開発・リリースしました。
また、人財に関する基盤の強化として、TOWAアカデミー準備室を立ち上げ、
TOWAの技術を次世代へ伝承するための人財育成を進めるとともに、事業規模拡大
に向けた人財の獲得にも積極的に取り組んできました。
2025年4月からは、第一次中期経営計画で強化した基盤をもとに、「新たな課題

への挑戦と飛躍」の期間として売上高1,000億円に向かう第二次中期経営計画が
スタートしました。

TOWAビジョン2032の進捗概要

TOWAグループのマテリアリティ
社会への貢献を通じたTOWAの価値創出

環境負荷低減への貢献
健康経営と労働安全衛生の推進
人財育成と多様な人財の活躍促進
ガバナンス体制の更なる強化

開発した生成AI向け半導体に対応したモール
ディング装置Model YPM1250-EPQは産業タ
イムズ社主催の「半導体・オブ・ザ・イヤー
2024」の半導体製造装置部門グランプリを受賞

TOWAのコア・コンピタンスである超精密金型
技術の基礎を学ぶ「ものづくり研修」の様子

TOWAビジョン2032の業績目標において、2032年3月期までの10年間を三つのフェーズに分け、それぞれ
第一次、第二次、第三次中期経営計画として取り組んでいきます。10年後の2032年3月期に、売上高1,000
億円、営業利益250億円、営業利益率25％を目指します。

第一次中期経営計画 第二次中期経営計画 第三次中期経営計画

2025/3月期実績
2022/4 ～ 2025/3

2028/3月期目標数値
2025/4 ～ 2028/3

2032/3月期目標数値
2028/4 ～ 2032/3

売上高 534.7億円
営業利益 88.8億円
営業利益率 16.6%

売上高 710億円
営業利益 156億円
営業利益率 22.0%

売上高 1,000億円
営業利益 250億円
営業利益率 25.0%

CHAPTER 03
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長期ビジョン「TOWAビジョン2032」

2022年3月、世界において他社の追随を許さない唯一無二の企業を目指し、パラダイムシフトを図りこれまでと
全く違った一段高いステージへ上がるため、10年後に向けた新たなるチャレンジ、長期ビジョン「TOWAビジョン
2032」を策定しました。



第一次中期経営計画の期間の数値目標は、半導体市場の低迷により当初計画を達成することはできませんでしたが、2022
年当時、急激に拡大した売上高規模に対して脆弱であった事業基盤を強化することで、市場が落ち込んでいる時でも安定して
500億円以上の売上高を達成できる体制を構築することができました。

第一次中期経営計画の成果　～売上高500億円以上を安定して達成できる基盤を構築～

第一次中期経営計画の最終年度2025年3月期実績は、この中期経営計画開始直前の2022年3月期実績、すなわち前長期
ビジョン最終年度実績に対して、売上高は+5.6%の534.7億円となりました。この期間の半導体後工程市場の伸びが30％以
上のマイナスであった中での増加となりました。

半導体市場の低迷により、半導体事業は若干
のマイナス成長、レーザ事業は横ばいとなりまし
たが、メディカルデバイス事業と新事業について
は大きく成長させることができました。
営業利益は、人員増や研究開発投資、設備投
資等を積極的に行ったため減益となりました
が、前述の通り安定して500億円以上の売上高
を実現し、TOWAビジョン2032達成に向けた
基盤を構築することができました。

事業別実績

半導体事業

TOWA独自のコンプレッションモールディング装置・金型の拡販が進み、生成AIなど先端パッケージ向け採用により売上高規模
はこの3年で約1.5倍に拡大しました。また、開発したチップレットに最適な装置「YPM1250-EPQ」は、半導体・オブ・ザ・イヤー
2024半導体製造装置部門でグランプリを受賞し、次期中計の柱として期待されています。半導体モールディング装置ではトップ
シェアを維持し、当中計期間において世界シェアは59.3%から64.8%に拡大※しました。

● TOWA独自のコンプレッションモールディング装置・金型を拡販
● 次期中計の柱となる市場競争力のある製品を開発
● トップシェアの維持とシェアをさらに拡大

※TechInsights 社データをもとに当社算出

メディカルデバイス事業

クリーンルームを活用し、医療用機器などの高付加価値製品の取り扱いを拡大しました。また、事業拡大のため生産エリアを
増設し、生産能力を約30％増強しました。当事業は医療機器組立という技術が求められる分野で強みを持ち、その強みを活かし
た事業展開により、売上高を約1.3倍に拡大することができました。

● クリーンルームを活用し、高付加価値製品の取り扱いを拡大
● 事業拡大に向け、生産エリアを増設

※ 「化成品事業」は2025年4月より「メディカルデバイス事業」へ名称を変更しています。

新事業

累計装置納入台数の増加やメーカー直結の付加価値の高いアフターサービスの提供により、TSSの売上が増加しました。
またM&Aによりブレード事業を獲得し、半導体関連消耗品の取り扱いを拡大しました。工具事業では海外展開を開始し、事業
拡大に向けた準備を進めました。これらの結果、新事業の売上高は約1.5倍に拡大することができました。

● 累計装置納入台数の増加に加え、メーカー直結の付加価値の高い
アフターサービスにより、TSS※の売上が増加

● リリースフィルムやブレードなどの半導体関連の消耗品を拡販
● 工具事業の海外展開を開始

※TSS：トータル・ソリューション・サービス（半導体製造装置の部品販売やアフターサービス、リニューアルビジネスなど）

レーザ事業

代理店を使った販売体制から直販体制に移行し、きめ細かなサービスと顧客ニーズの把握が可能になりました。半導体事業
の販路を活用し、海外顧客の開拓を行って中国での需要も獲得しました。また半導体製造装置への展開を図っており、半導体
切断プロセスにおける画期的な製品になると期待しています。自動車・産業機械需要の低迷で売上高は横ばいでしたが、今後も
より競争力のある製品開発に注力していきます。

● 直販体制の推進により顧客対応を充実
● 半導体事業の販路を活用し海外顧客を開拓
● レーザプロセス技術を半導体事業へ展開

レーザ事業の売上高実績
（億円）

2022/3 実績 2025/3 実績

22.222.2 22.622.6

新事業の売上高実績
（億円）

2022/3 実績 2025/3 実績

63.363.3
94.294.2

メディカルデバイス事業の売上高実績
（億円）

2022/3 実績 2025/3 実績

17.217.2
22.622.6

半導体事業の売上高実績
（億円）

2022/3 実績 2025/3 実績

シンギュレー
ション

コンプレッション

トランスファ

403.8 395.3

150.5150.5

225.2225.2261.8261.8

100.5100.5
41.541.5 18.918.91.5倍に

拡大！
1.5倍に
拡大！

売上高

営業利益

レーザ

新事業

メディカルデバイス

半導体

売上計

営業利益率

2022年3月期
実績

2025年3月期
実績

506.6億円

403.8億円

17.2億円

63.3億円

22.2億円

115.0億円

22.7％

534.7億円

395.3億円

22.6億円

94.2億円

22.6億円

88.8億円

16.6％

+5.6%

▲2.1%

+31.4%

+48.9%

+1.3%

▲22.8%

▲6.1pt

252.5億円

2.87
3.85

7.17

5.78

4.03
4.94 2025/3月期

当初計画
US$ Billion

297.0

36.136.1
115.0115.0 100.3100.3 86.686.6 88.888.8 126.0126.0

8.1億円8.1億円

506.6 538.2 504.7 534.7
600.0

2020/3

2019/12

2020/12

2021/12

2022/12

2023/12
2024/12E

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3E 2025/3 Target

半導体製造装置後工程市場の推移
（SEMI市場統計レポートより）

営業利益

売上高

2022/3

2025/3E
vs.

TOWA
後工程市場  ▲31.1%

＋5.6%
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第一次中期経営計画の振り返り（2022/4～2025/3）

TOWAは、2022年3月期に以前の長期ビジョンを前倒しで達成したことから、新たな長期ビジョンを掲げ、その達成
に向けて、3つの段階に区切り、それぞれ中期経営計画として取り組んでいます。

2023年3月期から2025年3月期までの3年間（第一次中期経営計画）では、この長期ビジョン達成に向けた基盤強化
の期間と位置づけて、人員増や研究開発投資、設備投資を積極的に行ってまいりました。　
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第二次中期経営計画のテーマは「TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出」です。
当社の競争力の源泉は人財であり、今後10年、20年、さらにその先も業界トップであり続けるために、人財への投資をより
積極的に行ってまいります。

第二次中期経営計画のテーマ

第二次中期経営計画の数値目標

第二次中期経営計画　基本方針

事業別売上高目標

当社のコア・コンピタンスを活用し、半導体製造における他工程
への進出や、全く別の分野への進出など、既存の枠組みにとら
われず、新たな収益機会を創出します。

開発、設計、販売、サービス、管理など、あらゆる事業活動にDX
とAIを活用し、変化の激しい市場環境でも迅速に対応できる
スピード感を持った経営の実現を目指します。

製品やサービスを提供するだけでなく、お客様に、より高い付加
価値を感じていただけるように、新しい視点を取り入れたプロ
セス、製品、サービスなどを提供し、収益力を高めます。

地球環境への影響や社会との繋がり、またステークホルダーの安
心と健康に配慮した活動が事業活動の継続と企業の成長に重要で
あると考え、積極的にサステナビリティの取り組みを進めます。

多様な人財が活躍できる環境を構築するとともに、経営理念で
ある挑戦思考を次世代に伝え、未来のTOWAを担う人財の育
成を進めます。

パラダイムシフトにより製品・サービスの
付加価値を向上し収益力を高める1

DXとAIの活用によりスピード経営を実現し
市場競争力を強化する2

コア・コンピタンス※を活用し新たな市場を
創り出す3

多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代を
リードする人財の育成を図る4

サステナビリティへの積極的な取り組みに
より社会貢献と企業価値の向上を図る5

※他社に真似できない核となる能力。独自の強みや専門性など

「化成品事業」は「メディカルデバイス事業」へ
名称を変更しました。

　より付加価値の高いプロセスや製
品・サービスを提供するとともに、コスト
削減や生産性を向上させ、現在よりも、
一段高い利益率を目指します。
　なお、長期目標である2032年3月期の
売上高と営業利益に変更はありません。

「TOWAビジョン2032」

（単位：億円）

（単位：億円）

売上高

営業利益

営業利益率

経常利益

当期純利益

売上高

半導体事業

新事業

レーザ事業

メディカル
デバイス事業

534.7

88.8

16.6%

94.0

81.2

2025/3月期
実績

534.7

395.3

22.6

94.2

22.6

710

156

22.0%

156

109

710

521

28

133

28

+32.8%

+31.8%

+23.7%

+41.1%

+24.1%

+32.8%

+75.7%

+5.4pt

+66.0%

+34.2%

2025/3月期
実績

2028/3月期
目標

2028/3月期
目標

売上高 1,000億円
営業利益 250億円
営業利益率 25.0%

2032/3月期目標数値

TOWAアカデミーを中心に、
TOWAの根幹をなす企業理
念と、培ってきた技術を次世
代に伝えていきます。

10年後、20年後のTOWAを
今以上に成長させるリーダー
を創出するため、人財育成、
人財登用、教育など、あらゆ
る面から取り組んでいきます。

生産能力や開発能力、営業・
サービス体制、管理体制など
の強化にDX・AIを活用し、
一人当たりの売上高、利益を
高めていきます。

さらなる成長に向けてイノベー
ションを推進するために、多
様な人財がそれぞれの能力を
十分に発揮できるよう、環境
の構築を進めます。

企業理念の継承と
技術の伝承を

TOWAアカデミーで

未来を担う
リーダーの創出

DX・AIで
人的資本の強化

多様な人財の
活躍環境の構築

TOWAの人財戦略

TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

変革で
世界の頂へ

TOWAビジョン2032テーマ

第二次
中期経営計画

第三次
中期経営計画

第一次
中期経営計画

「世界の頂」への
基盤強化

新たな課題への
挑戦と飛躍

売上高1,000億円と
高利益率の達成

売上高
534.7億円
営業利益
88.8億円

2025/3

売上高
506.6億円
営業利益
115.0億円

2022/3

売上高
1,000億円
営業利益
250億円

2032/3E

売上高
710億円
営業利益
156億円

2028/3E

第二次中期経営計画（2025/4～2028/3）

TOWAは、世界において他社の追随を許さない唯一無二の企業を目指し、長期ビジョン達成のために中期経営計画
を三段階に分けて遂行しています。第一次中期経営計画においては、「世界の頂」への基盤強化を主眼に置き、人員拡充
や積極的な研究開発投資、生産設備への投資を通じてグループの競争力強化に努めました。第二次中期経営計画では、

「新たな課題への挑戦と飛躍」をテーマに掲げ、TOWAビジョン2032の目標達成に向けた新たな課題に挑みます。



事業戦略

ハイエンドパッケージング工程における絶対的なトップシェアの確立に加え、MUFやレジンフローコントロールなど
のオンリーワンプロセスの拡販を通じて、高付加価値製品の比率を高めます。また、DX推進やAIの活用などによって
生産性を向上させ、売上総利益率の改善を目指します。

半導体事業

● ハイエンドパッケージング工程で絶対的なトップシェ
アを確立

● MUFやレジンフローコントロールなどのオンリーワン
プロセスを拡販

● DXやAI、ロボットによるスマートファクトリー化

● コンプレッション比率アップ
● 高付加価値製品の比率増や、AI・DX活用等により半
導体事業の売上総利益率を改善

半導体事業の売上高目標

（億円）

2025/3
実績

第二次中期経営計画
2028/3目標

395.3
521

強みである成形技術と組立技術を核に付加価値の高い製品の拡販を進め、利益の増大を図ります。また、メディカル
デバイス企業としてのブランド構築を目指します。

メディカルデバイス事業

● 生産拠点の増強を見据えた生産体制の効率化とス
マートファクトリー化の推進

● TOWAグループのコア・コンピタンスとメディカルデ
バイス事業の技術を融合し次世代ビジネスを開拓

● メディカルデバイス企業としてブランドを構築

「成形技術」と「組立技術」を核に高付加価値製品の拡販
と利益増大を目指す

収益確保
に向けて

主な
取り組み

メディカルデバイス事業の売上高目標

（億円）

2025/3
実績

第二次中期経営計画
2028/3目標

22.6
28

競争力のある製品販売と生産コスト削減により利益率アップを目指すとともに、半導体プロセスへの応用が可能な
レーザ技術を活用したプロセスおよび製品の開発を進め、事業拡大を目指します。

レーザ事業

レーザ事業の売上高目標

（億円）

2025/3
実績

第二次中期経営計画
2028/3目標

22.6
28

納入済み装置台数の増加によるサービス機会の拡大やリニューアルビジネスの推進などにより、売上増と利益率アップ
を目指します。また、工具事業が新たな収益の柱となるよう、生産体制の最適化や販売体制の強化を行います。

新事業

新事業の売上高目標

（億円）

2025/3
実績

第二次中期経営計画
2028/3目標

94.2
133

プロセスイノベーションで
顧客ニーズに応える

DXとAIの活用で
世界のコストリーダーへ

グローバルな開発体制で
オンリーワン製品を世界に

コア・コンピタンスを軸に
高付加価値製品で
事業拡大を

競争力のある製品で
安定的な収益確保と
事業拡大を

リニューアルビジネスで
サステナビリティを実現

工具メーカーとして
メジャーブランドに

サブスクビジネスで
新たな収益を築く

すぐれた成形技術を
高度な医療機器づくりに 一貫生産で高収益体制に 技能の研鑽で

価値創造ビジネスを
レーザ技術で

半導体プロセスに一石を
発振ユニット内製化と
サブスクビジネスへ

収益確保
に向けて

主な
取り組み

● 3,500台超の納入済み装置への高付加価値なサポート
を提供

● リニューアルビジネスの営業エリアを拡大
● 工具事業の強化
　・スマートファクトリー化による生産の最適化
　・ラインナップの充実、グローバル販売体制の強化

● 納入済み装置台数の増加と、リニューアルビジネスの
推進などによる売上拡大と利益率アップ

● 工具事業を新たな柱に

収益確保
に向けて

主な
取り組み

● 次世代半導体パッケージングの実現に有効なレーザ
工法を確立する

● グループ連携強化による海外営業・サポート体制の
拡充と生産効率化

● サブスクビジネスなど新たな保守サービスで付加価値
を創出

● 競争力のある製品販売と生産コスト削減により利益率
をアップ

● 半導体プロセスに活用できるプロセス・製品を開発

収益確保
に向けて

主な
取り組み
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財務戦略／キャッシュアロケーション TOWAグループのマテリアリティ

特定プロセス

これまで当社グループは売上高と営業利益を数値目標として掲げてきましたが、より効率的な経営を意識するため、新たに
ROEの目標値を設定しました。当中期経営計画期間は13％以上を目指します。
株主還元につきましては、長期ビジョン達成に向けた投資が今後も必要なことから安定配当の方針には変更はありません

が、新たに配当性向の目標値を設定しました。当中期経営計画期間は20％以上を目標としています。
また、キャッシュアロケーションも今後、開示してまいります。営業キャッシュフローの多くは、2032年の売上高1,000億円
を目指すための成長投資に配分する予定です。

サステナビリティ戦略／マテリアリティ（重要課題）

「TOWAビジョン2032」で明確にした10年後の「ありたい姿」に向けて取り組むべき課題として、マテリアリティ（重要課題）を
設定しています。当中期経営計画においても、これらの課題に継続して取り組むことで、社会への価値提供を通じて、社会の持続
可能性の向上を図ると同時に、企業の長期的・持続的な「稼ぐ力」の向上と更なる価値創出につなげてまいります。

● TOWAの技術でサステナブルな社会を実現する会社

● 積極的な情報発信で知名度の高い会社

● 企業文化の伝承と多様な価値観を尊重する笑顔で働ける会社

● パッケージングプロセス提案により顧客価値を創出し続ける
世界のリーディングカンパニー

マテリアリティありたい姿
長期ビジョン 「TOWAビジョン2032」

ガバナンス体制の更なる強化 社会への貢献を通じたTOWAの価値創出

健康経営と労働安全衛生の推進

環境負荷
低減への貢献

人財育成と多様な
人財の活躍促進

マテリアリティは、10年後の
ありたい姿・世界の頂に向け
て取り組むべき課題、取り組
み解決することで企業価値
が高まる課題であることを
考慮して集約し、最終化を行
いました。特定プロセスは次
のページをご参照ください。

STEP1

課題抽出

STEP2

分 析

STEP3

特 定

社
会
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
性

非
常
に
高
い

高
い

非常に高い高い

TOWAにとっての重要性

縦軸を社会やステークホルダー
にとっての重要性、横軸をTOWA
の重要性、としたグラフを活用し
て重要性の高い項目を分析。

● GRIスタンダード、国連グローバル・コンパクトなどのESGや
CSRのガイドラインや、ESG評価機関が重視する評価項目などを
参考に網羅的に社会課題を抽出

● 社内からは長期ビジョンや中期経営計画検討における資料、当社
グループや各部署で実施したリスク検討資料などを参考に抽出

● 抽出した課題を整理し、社内各部署を対象としたアンケートを実施

● 社会やステークホルダーおよび当社グループからの視点で重要性
を分析し、マテリアリティマトリックスを検討・活用するなどして
社内にて協議を重ね、マテリアリティ案を作成

● 集約、最終化を実施
● 経営層との協議、取締役会における審議承認を経て決定

● 営業CFの多くは成長投資に配分
● 一方で資本効率改善も意識し、新たに「財務KPI」と「株主還元目標」を設定

キャッシュイン キャッシュアウト

2028/3月期までの目標 第二次中期経営計画期間（2025/4 ～ 2028/3累計）

財務KPI

株主還元

ROE
13%以上

配当性向
20%以上

営業CF
350億円

260億円

50億円
40億円 借入返済など

株主還元
● 配当性向20%以上

成長投資
● 生産能力増強や開発機能強化
  に向けた投資
● スマートファクトリー化などの
  DX・AI投資
● 機動的なM&Aのための資金

マテリアリティ 取り組みの内容 関連するSDGs

社会への
貢献を通じた

TOWAの
価値創出

● クォーターリードに徹した「新製品・新商品・サービス」の提供による顧客の信頼と満
足の向上に取り組み、価値を創出し続ける世界のリーディングカンパニーを目指します。

● TOWAのコア・コンピタンスを基礎とした技術活用や社会課題を見据えた取り組み
により、サステナブルな社会実現への貢献を図ります。

● 取り組みは、積極的な情報発信により知名度の向上につなげます。

環境負荷
低減への貢献

● 自社事業におけるCO2排出量の削減に取り組み、再生可能エネルギーの導入を進め、
グループ全体でカーボンニュートラルを目指します。

● 自社製品については、環境型開発を推進し、環境配慮型製品やサービスの提供を進め
て、お客様の脱炭素・環境対策への貢献を図ります。また、改造ビジネス・中古機販売、
TSS(Total Solution Service)を通してサーキュラーエコノミー ( 廃棄物の発生を
抑止し製品を高い価値のまま循環させる経済活動)を推進します。

● 環境マネジメントシステムによる環境保全の取り組みを推進し、廃棄物削減、環境負
荷化学物質の厳格な管理を実践します。

健康経営と
労働安全衛生の

推進

 ● 『健（すこやか）漲（みなぎ）りて業（なりわい）壮（さかん）なり』を実践します。健康維持・
増進、労働環境・安全衛生の向上、従業員エンゲージメントの強化を図り、社員が
喜びとやりがいを抱いて仕事に取り組める環境を整えていきます。

● DXによる業務効率化により働き方改革を推進します。

人財育成と
多様な人財の

活躍促進

● 多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードするグローバル人財の育成、変化す
る環境(リスク)に対応できる人財の育成を図ります。

● ダイバーシティを尊重し、多様な人財が活躍できる環境を整え促進していきます。
● 創業以来培ってきたTOWAのコア・コンピタンス技術や企業文化を伝承していきます。

ガバナンス
体制の更なる

強化

● コーポレートガバナンス、コンプライアンスの取り組みを推進し、ガバナンス体制の
強化を図ります。

　・ リスクマネジメントの強化　・ BCP体制の強化
　・ 知的財産戦略の強化　　　・ 情報セキュリティの強化　・ 個人情報保護の取り組み
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事業戦略

40,000

30,000
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10,000

0

レーザ事業

事業概要

■ 売上高構成比率
（億円）

403.8 395.3

2021 2024
（予想）

412.6

2022

383.2

2023 （年度）
0

100
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400

500
411.5

2025

（前年度比＋3.1%） 

売上高

395.3億円

半導体事業

メディカル
デバイス事業

新事業

■ 売上高

2024年度の経営状況

インドで子会社を設立
当社は、これまでシンガポールの販売子会
社を通じてインド地域のサポートを行ってま
いりましたが、今後益々加速するインドの半導
体関連投資に対応すべく、2025年４月にイン
ド・グルガオン市に新たな販売子会社を設立
いたしました。お客様との信頼関係を一層強
固なものとするとともに、現地での事業基盤
のさらなる強化を図ってまいります。将来的に
は、南アジアの新市
場への進出を通じ
て、TOWAビジョン
2032の実現に大
きく寄与してまい
ります。

半導体事業における経営成績は、中国地域やその他アジ
ア地域での投資が堅調であったこと、また、装置納入台数
の増加や顧客稼働率の改善による半導体製造用等精密金
型の売上が増加したことなどから、売上高395億32百万円
（前連結会計年度比12億7百万円、3.1％増）となりました。

当社は、世界に先駆けてマルチプランジャでの全自動半
導体樹脂封止装置を開発し、それを業界標準へと導きまし
た。以来、他社の追随を許さないポジショニングで半導体
モールディング市場におけるリーディングカンパニーであり
続けています。また、内製にこだわっており、お客様のあら
ゆるご要望に応える体制を整えています。
グローバルに展開する当社ラボラトリでは、AI半導体向
け高速メモリHBMや2.5D／ 3Dパッケージング技術に最適
なコンプレッションモールディング装置や、先端半導体の
後工程プロセス技術であるチップレットに対応するトランス
ファモールディング装置などによるお客様の試作評価・共同
開発を行っております。また
最先端ニーズだけでなく、
お客様に近い場所で、開
発から供給効率化まで、幅
広い開発・生産体制でご
要望にお応えしています。

Topics

半導体装置事業の強み

コンプレッションモールディング装置
Model PMC2030-D Model YPM1250-EPQ

半導体製造用等
精密金型

モールディング
装置 シンギュレーション装置

（百万円）

2023/3

半導体製造用等精密金型

40,000

30,000

20,000

10,000

0

■ 売上高

シンギュレーション装置モールディング装置

25,723

13,120

2025/32024/3

25,609

11,458

24,455

13,183

（百万円）

2023/3

■ 受注高

20,007

10,143

2024/3

26,972

12,574

2025/3

21,102

11,693

（百万円）

3,000

2,000
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0

■ 売上高
（百万円）

2,000
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■ 受注高

2.5D/3D/チップレット製品に最適な
トランスファモールディング装置

2023/3 2024/3 2025/3 2023/3 2024/3 2025/3

レーザシンギュレーションプロセスの開発
半導体の用途拡大や生産効率向上に貢献する新たなレーザシン

ギュレーションプロセスを開発し、このプロセスを搭載したシンギュ
レーション装置の販売を2025年3月に開始しました。本プロセスで
は、従来を超える高速・非接触加工を実現し、高い生産性を確保す
るとともに、複雑で曲線的な形状の切断にも対応可能です。さらに、
レーザを用いたドライ切断プロセスにより、シンギュレーション工程
における水の使用量を100%削減します。その結果、お客様の工場
での水使用量の削減にも大きく貢献できます。

半導体事業
常に技術革新が求められる半導体分野において、最先端技術を世界に発信し、
モールディング装置のリーディングカンパニーとして進化し続けています。

TOWAグループの主力事業で、モールディング装置（樹
脂封止装置）、シンギュレーション装置、超精密金型の開
発・製造を中心に行っています。
半導体チップをほこりや湿気、衝撃などの外部要因から
保護する目的で樹脂によって封止するモールディング技術
は、半導体の信頼性を確保するために不可欠な技術です。
当社では、半導体チップの保護を目的に、熱硬化性樹脂

をゲート（供給口）からチップの周囲に供給した後に硬化さ
せる従来型の「トランスファモールディング装置」および、顆
粒等の形態で供給された熱硬化性樹脂を金型上であらか
じめ加熱溶融させて半導体チップを浸した後にその樹脂を
硬化させる当社独自の「コンプレッションモールディング装
置」の2方式の装置を製造しています。
コンプレッションモールディング装置は、メモリや5G向
けの最先端製品の半導体封止に対応しており、まさに今後
のニーズに応えられる製品です。
モールディングされた製品を個片化するシンギュレーション

装置では、製品を切断し収納する装置を自社開発しています。
樹脂を成形するための超精密金型は、創業時に当社が開
発したモジュールシステ
ムから進化してきたもの
で、数々の超精密金型を
市場に供給しお客様から
高い評価を得ています。

装置・金型の売上高・受注高の推移

コンプレッション比率の推移

レーザシンギュレーション装置
Model LSG1040

2,424

1,256

1,892
1,472

807

1,291

コンプレッション トランスファ コンプレッション比率
※装置・金型含む

（億円）
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■ 売上高
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■ 受注高
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286.1

26.3% 28.9%

47.4% 48.8%47.0%
40.1%

101.8

195.9

173.6

225.2

150.5

213.6

207.8
167.6

86.8
187.2 159.7

プロセス
イノベーションで
顧客ニーズに
応える

DXとAIの活用で
世界のコスト
リーダーへ

収益確保
に向けて

グローバルな
開発体制で

オンリーワン製品
を世界に

● コンプレッション比率アップ
● 高付加価値製品の比率増や、AI・DX活用等
   により半導体事業の売上総利益率を改善

400

300
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0
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事業概要 2024年度の経営状況

半導体分野で培ってきた金型製造技術を活用して新事業
を展開し、市場における新たな価値創造を目指しています。
● TSS事業（トータル・ソリューション・サービス)…当社半
導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機
の販売までトータルな提案を行っています。

● 工具事業…金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自
社開発の工具を製造・販売しています。

● 受託事業…TOWAオリジナルの金型表面処理技術を応用
したコーティングや、超精密金型で培った超精密・微細
加工技術、EF（超精密
電鋳）加工技術を医療
や光学部品、家庭用品
などに応用・複合させ
た受託加工事業を展
開しています。

事業概要

メディカルデバイス事業では、医療、情報通信、情報家電、
光学などの分野で活用されているファインプラスチックの成
形を行っています。医療機器部品の射出成形および組み立て
が主力となっており、1983年に化成品部門の専業化を図る
べく設立したグループ会社の株式会社バンディックで製造し
ています。全ての成形・組立をクリーンルームで行っており、
安定して高品質な成形を実現しております。

2024年度の経営状況

メディカルデバイス事業における経営成績は、医療機器向
けの成形品や組立品の需要が堅調で
あったことから、売上高22億63百万
円（前連結会計年度比1億13百万円、
5.3％増）、営業利益４億53百万円
（前連結会計年度比４百万円、1.1％
減）となりました。

事業概要

グループ会社であるTOWAレーザーフロント株式会社に
てレーザトリマ、ウェハマーカ、レーザ溶接機を製造しており
ます。今後、レーザ関連技術と半導体製造を
融合させ、新たな市場を目指してまいります。

2024年度の経営状況

レーザ事業における経営成績は、顧客稼働率の低迷により
主力製品であるレーザトリマの売上高が低調であったことに
加え、事業拡大や開発体制強化に向けた人財強化に伴う人
件費の増加などにより、売上高22億56百万円（前連結会計
年度比１億60百万円、6.7％減）、営業利益73百万円（前連結
会計年度比31百万円、30.1％減）となりました。

新事業における経営成績は、装置の納入台数の増加や顧
客工場での設備稼働率が改善したことから、半導体製造装
置の部品や消耗品販売が堅調に推移しました。これにより、
TSS（トータル・ソリューション・サービス）事業の売上が増
加し、売上高は94億26百万円（前連結会計年度比18億47
百万円、24.4％増）と大きく伸長しました。

レーザ事業

■ 売上高構成比率
（億円）
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新事業

■ 売上高

（億円）

2021 2022

24.2

2023

22.6

2024 2025
（予想）

（年度）
0

10

20
15

5

30
25

■ 売上高

半導体ウェハに品名、ロット番号等の管理
番号をレーザマーキングするウェハマーカ

電動射出成形機を
40台以上所有し、
全てクリーンルームで成形

■ 売上高構成比率
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■ 売上高構成比率

超精密金型の製造技術・ノウハウ・専門能力を持った
人財という独自のリソースを有することが市場において大き
な強みとなっています。コーティング、ナノテク、ツーリング
などの技術は、多様な分野で利用されうるため、今後も幅広
い領域での戦略が望めます。当社はそれを可能にする環境
や設備を自社で開発し、整備しています。
当社の切削工具は、自社開発としてお客様の様々な被削
材・加工内容に対応・ご提案が可能です。コーティング開
発品については、反射防止や超撥水といった機能を付加し
て金型用途以外への展
開もすすめています。受
託加工ビジネスではこ
れらTOWAのコア技術
を応用し、様々な分野
のお客様の課題解決に
貢献します。

新事業の強み

ナノレベルの加工を支える設備と環境も
強みの一つ（超微細加工設備）

オリジナルコーティング技術により幅広
い被切削材において長寿命を実現できる
超硬エンドミルシリーズ

22.2
25.8 23.0

新事業
コア技術を活かし、新たな市場の創造と
事業化にチャレンジしています。

メディカルデバイス事業
医療を中心に、さまざまな産業分野で利用される
ファインプラスチックで未来に貢献します。

レーザ事業
レーザ関連技術と半導体製造の後工程技術を融合し、
新たな市場を目指します。

レーザ事業

（前年度比＋24.4%） 

売上高

94.2億円

半導体事業

メディカル
デバイス事業

新事業

事業戦略

コア・コンピタンスを軸に
高付加価値製品で事業拡大を

収益確保
に向けて

● 工具事業を新たな柱に

● 納入済み装置台数の増加と、リニューアルビジ
ネスの推進などによる売上拡大と利益率アップ

工具メーカーとして
メジャーブランドに

サブスクビジネスで
新たな収益を築く

リニューアルビジネスで
サステナビリティを実現

事業戦略

収益確保
に向けて

● 「成形技術」と「組立技術」を核に高付加価値
製品の拡販と利益増大を目指す

すぐれた成形技術
を高度な医療機器

づくりに

一貫生産で
高収益体制に

技能の研鑽で
価値創造
ビジネスを

事業戦略

収益確保
に向けて

● 競争力のある製品販売と生産コスト削減に
より利益率をアップ

● 半導体プロセスに活用できるプロセス・製品を開発

競争力のある製品で
安定的な収益確保と
事業拡大を

発振ユニット
内製化と

サブスクビジネスへ

レーザ技術で
半導体プロセスに

一石を

レーザ事業

（前年度比-6.7%） 

売上高

22.6億円

半導体事業

メディカル
デバイス事業

新事業
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CHAPTER 04 TOWAグループのサステナビリティ

サステナビリティ基本方針

TOWAが注力するSDGs

私たちTOWAグループは、経営理念、行動基準、環境方針等に基づき、「クォーター・リード」の精神で産業の発展
に多大な貢献を果たすとともに、お客様、株主・投資家、取引先、従業員とその家族、地域社会など、全てのステーク
ホルダーとの強固な信頼関係を構築し、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指します。

当社は、国連が定める「持続可能な開発目標(SDGs)」における17のゴールのうち、特に事業との関連性が高い以下の項目
について、重点的に貢献してまいります。

TOWAの
マテリアリティ

具体的な事例 関連する
SDGs項目

ESGとの
関連取り組み項目 活動内容

社会への
貢献を通じた
TOWAの
価値創出

環境負荷
低減への貢献

独自技術
製品の開発・
製造・販売

樹脂効率の良い
装置の開発

創業後まもなく樹脂の使用効率を高めるマルチプランジャ
方式を開発、樹脂の廃棄量を大幅に削減。2009年には
樹脂効率100%（廃棄量ゼロ）を達成する独自のコンプ
レッション方式を開発しました。

ゼロディフェクト
への取り組み

次工程に不良品を流出しない、不良品をつくらない、未
だ見ぬ不良を見つける、のステップで不良をゼロにする
製品の開発に取り組んでいます。

カスタマーエクス
ペリエンス（顧客
体験）の取り組み

お客様の体験価値（購入までの過程、使用する過程、購
入後のフォローアップなど）と従業員の体験価値（やりが
い・働きがいなど）向上の両方の視点で取り組み、企業
の成長を図っています。

環境・健康
への貢献

地球環境保全
への取り組み

● 電気や紙など資源の使用量をモニタリングし、資源の
使用量削減と業務効率化を図っています。

● 「グリーン調達ガイドライン」「グリーン設計規定」を定め、
資材調達および設計・製造の両面で環境保全に取り組
んでいます。

● 「化学物質管理規定」を定め、「安全データシート」に基
づき、当社製品に使用される化学物質の管理を厳格に
行っています。

● 国内の半導体製造装置事業で使用する全ての電力を、
再生可能エネルギー由来の電力に切り替え、CO2排出
量削減に取り組んでいます。

● 社内集約出荷や梱包材のリユースを推進し、CO2排出
量や廃棄物の削減に取り組んでいます。

TOWAの
マテリアリティ

具体的な事例 関連する
SDGs項目

ESGとの
関連取り組み項目 活動内容

社会への
貢献を通じた
TOWAの
価値創出

環境負荷
低減への貢献

環境・健康
への貢献

中古機
販売事業

TOWATEC（株）では役目を終えた半導体製造装置の買
取り・再生・販売・サポートを一貫実施。お客様のニーズ
と資源の有効活用に寄与しています。

人々の健康
への貢献

● （株）バンディックでは医療機器用プラスチック成形品や、
厚労省の許可を受けた高度管理医療機器を製造しています。

● 元阪神タイガース監督の矢野燿大氏による「39矢野
基金」活動に賛同し、筋ジス患者や児童施設への支援
を行っています。

● 社員等を対象とした献血事業への協力を行っています。

健康経営と
労働安全衛生
の推進

人財
マネジメント

健康経営

● 「健（すこやか）漲（みなぎ）りて業（なりわい）壮（さかん）
なり」をモットーとする「TOWA 健康宣言」を策定して
社員の健康維持・増進に取り組んでいます。

● 社員間コミュニケーションの促進、健康・教養・趣味の
向上、心身の錬磨を目的にTOWAクラブ活動・各種会
社行事を行っています。

● 2015.12.1から従業員50名以上の全事業場に対して
ストレスチェックを実施しています。

働き方

● 「TOWA 働き方改革ポリシー」を策定（2020.4.1）、社
員一人ひとりの健康と働きがいを第一に考え、働き方
改革を重要な経営課題の1つとしました。

● 産休・育休後の職場復帰支援を推進しています。
● ワークライフバランスの醸成を支援。有給休暇取得を

奨励する「クリエイティブ・ホリデー」制度の運用を推
進しています。

人財育成と
多様な人財の
活躍推進

人財育成

|自己啓発・資格取得・各種表彰制度|
● 全社員を対象に毎年2回の通信教育受講を奨励し、

自己啓発活動を支援しています。
● 社員へのTOEICとHSK 受験を奨励しています。年間

１回の受験費用については会社が全額負担しています。
● 勤続や貢献に応じた表彰ほか、「チャレンジ賞」「グロー

バルTOWA賞」を設けています。

ガバナンス
体制の
更なる強化

国際社会の
一員としての
責任の遂行

コンプライアンス

● コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研
修、環境教育ほか社内教育を実施しています。

● 専用メールアドレス（女性社員専用あり）を設けて内部通
報制度を整え、調査委員会が調査を行います。

● 「人権方針」「腐敗防止方針」に基づき、適切な事業活
動に努めてまいります。

コーポレート
ガバナンス

コーポレートガバナンス・コードに沿った経営を実践し、
他社の状況や議決権行使助言会社の方針等を踏まえて、
より実効的なガバナンス体制を模索しています。

リスク
マネジメント

社内リスク管理の最高機関として、社長を議長とする
「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスク

抽出や評価を実施しています。

E
環 境

S
社 会

E
環 境

S
社 会

S
社 会

G
ガバナンス
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E TOWAグループの環境への取り組み

10. 販売した製品の加工、13. リース資産（下流)、14. フランチャイズ、15. 投資は、対象となる活動などが無いため対象外とした。
※1 主要生産拠点　国内：本社・工場、京都東事業所、九州事業所、バンディック、TOWAレーザーフロント

海外：TOWA韓国、TOWAM、TOWA半導体設備（蘇州）有限公司、東和半導体設備（南通）有限公司、TOWAファイン、TOWA TOOL
※2 連結
※3 半導体事業およびレーザ事業において販売した製品

2024年度のScope3排出量実績

TOWAグループでは、自社で使用する電力について、再生可能エネ
ルギー由来への転換を積極的に推進しています。2022年1月より創
エネとして太陽光パネルの導入を進めており、発電した電力を各工場
において活用しています。2024年度の発電量は5,380MWhであり、
これはCO2に換算すると約3,200t の排出量削減に相当します。さら
に、国内の主要事業所（本社・工場、京都東事業所、九州事業所）で
は、2021年7月より電力会社が提供する再生可能エネルギー由来の
電力メニューへの切り替えを継続しています。こうした取り組みにより、
2024年度は、当社グループの生産拠点において、全使用電力に占め
る再生可能エネルギー由来電力の比率(再エネ比率)は45.1%となっ
ています。今後もグループ全体で再生可能エネルギーの活用拡大に努
めてまいります。

また、燃料の使用などに起因するScope1の CO2排出についても
削減を推進しています。近年の主な施策としては、都市ガスを利用し
ていた空調設備を、エネルギー効率の高い電気式へ更新しました（本
社・工場：2022年4月、TOWA 韓国：2023年10月）。さらに、社用車
についても、燃費性能に優れたハイブリッド車や電気自動車（EV）へ
の置き換えを進めており、2022年には本社・工場にてEVを2台導入
しました。こうした取り組みにより、グループ全体のScope1排出量は
2022年度以降、大きく削減が進みました。Scope1においても、引き
続きCO2排出量の削減に取り組んでまいります。

Scope1および2、すなわち燃料や電気の
直接使用に関わる範囲の CO2排出量削減
の取り組みに加えて、企業活動全体に取り
組みを広げるために、2022年度実績より当
社グループのScope3排出量の算定を開始
しました。Scope3排出量は、購入品の製造
や従業員の出張といった企業活動の上流か
ら、販売した製品の輸送、お客様使用時の
電力消費、製品の廃棄といった下流にわた
る広くサプライチェーン上の企業活動に伴うCO2排出量を算定したものです。

今後は、排出量の多いカテゴリである製品使用時の排出を中心に算定精度の向上を図るとともに削減貢献量も考慮し、製
品の省エネ化や廃棄物削減などを通じて、お客様をはじめ社会全体への貢献をさらに推進してまいります。

Scope1, 2の取り組み

Scope3排出量の算定

CO2排出量算定と削減の取り組み

電力使用量

太陽光パネル導入の事例

Scope1排出量

Scope3排出量 Scopeの割合
Scope2
6.7%

Scope1
0.2%

Scope3
93.1%

2024年度
総排出量
178kt-CO2

⑪製品使用時
　61.4%

⑫製品の廃棄
　0.01%

①購入品 25.4%
②資本財 9.7%
③燃料・エネルギー
　1.5%

④輸送（上流）
　0.02%

⑨輸送（下流） 0.7%

⑤廃棄物（自社） 0.2%
⑥出張 0.7%

⑦通勤 0.4%

2024年度
総排出量
192kt-CO2

活動内容・取り組み事例

■ グリーン調達、グリーン設計、グリーン購入の取り組み
当社は環境マネジメントシステム（EMS）認証の一環と

して、「グリーン調達ガイドライン」および「グリーン設計
規定」を定め、資材調達および設計・製造の両面におい
てRoHS 指令規制物質への対応や環境負荷物質の低減
に取り組んでいます。また、製品に関わるサプライヤーや
環境側面に大きく関わる業務委託先等には重要度ラン
クに応じて当社の環境方針、各種手順書、グリーン調達
ガイドラインを配布して遵守をお願いし、サプライチェーン
を通じての環境保全に取り組んでいます。これからも環境
に配慮した当社製品の設計・開発に努めてまいります。

■ サステナビリティ・リンク・ローンの活用
当社は、2022年に株式会社京都銀行とサステナビリ

ティ・リンク・ローンの融資契約を締結し（融資額12億
円、融資期間5年）、「TOWAビジョン2032」の成長戦略
における投資等に活用しています。2024年度につきま
しても、「サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット
(SPT)」をクリアし、設定されたインセンティブを獲得す
ることができました。

■ 本社・工場の空調設備更新
本社・工場では、2022年4月に都市ガスを使用してい

た空調設備を電気式に更新し、電力会社の再エネメニュー
を活用することにより、都市ガス使用に伴うCO2排出量
の削減が可能となりました。2024年度は、工場や会議室
等で使用している経年劣化したパッケージエアコン82台

（室外機17台）を更新しました。エネルギー効率の高い
設備への更新により、従来と比較し約3割の節電が見込
まれます。さらに、従来は水冷式でしたが、空冷式とする
ことで年間700～800トンの節水も見込んでいます。また、
これらの空調設備には、オゾン層を破壊する成分を含む
R22(HCFC)冷媒が使用されていたことから、法令に従
い適切に回収と手続きを実施しました。今後も設備機器
単位での省エネにも積極的に取り組んでまいります。

カテゴリ名 排出量実績
（千t-CO2）

算定
範囲 算定方法

Scope3合計 178.42 − −

1. 購入した製品・サービス 45.38 ※1 購入金額に排出原単位を乗じて算出。

2. 資本財 17.34 ※2 設備投資額に業種ごとの排出原単位を乗じて算出。

3. 燃料・エネルギー関連 2.66 ※1 エネルギー購入量に排出原単位を乗じて算出。

4. 輸送、配送(上流) 0.04 ※1 製品の生産拠点国内における輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。
なお、購入した製品・サービスに関する輸送はカテゴリ1で算出。

5. 事業から出る廃棄物 0.34 ※1 廃棄物排出量に廃棄物輸送段階を含む廃棄物種類別の排出原単位を乗じて算出。

6. 出張 1.17 ※1 単体は交通費支給額に交通手段別排出原単位を乗じて算出。グループ会社は従業員数に
排出原単位を乗じて算出。

7. 雇用者の通勤 0.68 ※1 従業員数、営業日数に都市区分ごとの排出原単位を乗じて算出。

8. リース資産(上流) 　 Scope1、2にて算出。

9. 輸送、配送(下流) 1.22 ※3 カテゴリ4を除く製品の輸送について、輸送重量×距離に排出原単位を乗じて算出。

11. 販売した製品の使用 109.57 ※3 販売した製品種類ごとの年間消費電力と製品寿命を推計・設定し、CO2排出係数を乗じて算出。

12. 販売した製品の廃棄 0.02 ※3 販売した製品の重量に廃棄物種類・処理方法別の排出原単位を乗じて算出。

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/esgdata/使用した排出係数やScope1,2の情報などはこちらからご覧ください。

再エネ電力購入太陽光発電 再エネ以外の電力
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京都東事業所 TOWAM Sdn. Bhd.(マレーシア)

水冷用のクーリングタワーを撤去 空冷式の新規エアコン室外機
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G TOWAグループのコーポレートガバナンス

当社は取締役会の機能強化とコーポレートガバナンスの
一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行に
より経営の効率性を高める目的から、監査等委員設置会社
の制度を採用しています。なお、社外取締役は4名（男性2名、
女性2名）で、独立社外取締役の取締役会に占める比率は
3分の1以上となっています。

取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）7名（うち1名は独立社外取締役）と監査等委員4名（うち3名は独立
社外取締役）で構成されており、取締役社長 三浦宗男を議長とし、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会
を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しています。

社内のリスク管理の最高機関として、社長を議長とする「リスク管理委員会」を設け、定期的に対処すべきリスクの抽出や
評価を実施しています。当委員会の下には複数のリスク管理分科会が設置されており、テーマごとに内部統制、輸出管理、品質
保証等におけるリスクを毎月ウォッチしています。これらの分科会の活動状況は4半期ごとに取締役会で報告され社外取締役
も内容を確認しています。

監査等委員会は、取締役 服部広志の1名と社外取締役 和氣大輔、後藤美穂、田中素子の3名で構成されています。監査等
委員会における具体的な検討内容としては、監査方針・監査計画及び業務分担、監査報告の作成、会計監査人に関する評価、
監査等委員である取締役以外の取締役の人事・報酬についての意見形成、常勤監査等委員の職務執行状況報告等です。2024
年度、監査等委員会は17回開催しています。

取締役の人事および報酬制度における審議プロセスの公正性、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンスの充実
を図るため、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しています。当委員会は、独立社外取締役4名と、代表取締
役会長1名、取締役社長執行役員1名および取締役常務執行役員管理本部長1名の計7名で構成されており、議長は独立社外
取締役が務めています。

取締役会の実効性の状況としましては、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行い、取締役会の現状について正
しく理解し、より実効性の高い運営をしています。取締役会は毎年1回、取締役全員を対象としたアンケート（自己評価）を実施し、
取締役会の実効性の分析・評価を行っています。

結果につきましては、取締役会は、社外役員の意見・質問も含め、各自が自由な意見が述べられ、充実した議論が行われて
いること、また、取締役会の開催頻度や時間、審議項目の数や内容等の運営についても適切・十分になされているとの評価を
受けており、実効性が確保されていることを確認しています。また、アンケート結果や意見について取締役会で議論を行っており、
取締役会のさらなる実効性の向上に向けて取り組んでいます。

取締役会の構成につきましては、重要な経営判断と業務執行の監督が適切なバランスとなるよう、取締役に必要な経験・
知見・能力を特定した上で、その構成や多様性等を考慮しています。取締役の主たる経験分野・専門性を記載したスキル
マトリックスにつきましては、56ページの 「役員一覧」 をご参照ください。

当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス体制の充実を図って
います。

当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの一層の強化と実践に努めています。

当社の主な取り組み内容は以下のとおりです。

高度なコーポレートガバナンスを実現するために

コーポレートガバナンスシステム

取締役会の機能強化について

取締役会の概要

リスクマネジメント

監査等委員会について

任意の委員会について

構成 取締役11名（うち独立社外取締役4名）

2024年度開催実績 17回

主な決議事項
株主総会に関する事項、決算に関する事項、役員報酬に関する事項、予算・事業計画に関する事項、
人事・組織に関する事項、資金に関する事項、子会社に関する事項、サステナビリティに関する事項、
重要な社内規程の改廃に関する事項等

主な報告事項
取締役会実効性評価に関する報告、業務執行状況に関する報告、月次業績に関する報告、
監査に関する報告、政策保有株式に関する報告等

取締役会の概要と活動状況

株主総会

選任・解任 選任・解任

取締役会

監査等

監査等委員会 取締役

内部監査室

輸出管理室／品質保証管理室
リスク管理運営部会

（2025年6月30日現在）

リスク管理委員会

経営会議

監査

諮問

選任・解任

会計監査人

指名・報酬委員会

リスク管理

連携

監査

監査

リスク管理

業務執行

社長

各本部

1. 当社グループの行動が法と社会倫理に基づいていること
2. 経営の透明性、客観性を確保し維持すること
3. 環境の変化に迅速に対応できる組織・体制を構築すること
4. 株主の権利の保護や平等性の確保など株主重視の公正な経営を徹底していくこと
5. ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値や雇用を創造すること

コーポレートガバナンス体制図

議長 取締役監査等委員（社外） 和氣 大輔

委員

代表取締役会長
取締役社長執行役員営業本部長
取締役常務執行役員管理本部長
取締役（社外）
取締役監査等委員（社外）
取締役監査等委員（社外）

岡田 博和
三浦 宗男
柴原 信隆
矢野 輝弘
後藤 美穂
田中 素子

2024年度開催実績

3回

指名・報酬委員会
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G TOWAグループのコーポレートガバナンス

リスク項目

IR・SR活動について

コーポレートガバナンス強化への主な実施項目
当社グループは、半導体や医療機器など現代社会に不可欠な最終製品を支える重要な役割を担い、また半導体事業を中心

にグローバルで事業を展開していることから多様なリスクに晒されています。投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある
事項として下表の項目を抽出しています。これらのリスクの説明や対応は、有価証券報告書「事業等のリスク」に詳細を掲載し
ていますのでご参照ください。なお、これらのリスクは当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、また
当社グループに関するリスクを網羅したものではありません。

当社は、持続的な成長と中長期的な成長を図るため、業務提携、資金調達、取引拡大など経営戦略の一環として、必要と判断
する企業の株式を保有することがあります。保有する株式については、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本
コストに見合っているか等を定期的に検証するとともに、検証結果を踏まえ、取締役会で保有継続の可否等について判断いたし
ます。保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、市場動向や考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行います。

2025年3月期については1銘柄を売却しました。政策保有株式残高については、2025年3月末の時価で換算すると、2025年
3月末連結純資産の7.2％になりました。なお、コーポレートガバナンス・コードが導入された2015年6月以降、7銘柄を売却して
います。引き続き、保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、売却等について検討を進めてまいります。

議決権の行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかどうか、また当社への影響などを
総合的に判断して適切に行使いたします。

当社は、アナリスト、機関投資家、個人
投資家等のステークホルダーの皆様との
対話を積極的に実施し、当社の考えや状
況を説明するとともに、いただいたご意
見は経営陣にて共有し、企業価値向上に
取り組んでいます。

（1）販売に関するリスク
① 経済及び半導体市場の動向によるリスク
② 価格競争に関するリスク
③ 販売先や地域の集中に関するリスク

（2）生産に関するリスク
① 海外展開に伴うリスク
② 自然災害等のリスク
③ 原材料等の調達に関するリスク

（3）開発に関するリスク
① 新製品の開発リスク
② 知的財産に関するリスク

このほかにも、各種展示会にて機関投資家やアナリスト向けにTOWAの製品や技術の紹介を実施。

（4）人財の採用や育成に関するリスク

（5）財務に関するリスク
① 為替リスク
② 有利子負債に関するリスク
③ 固定資産の減損処理に関するリスク

（6）情報セキュリティに関するリスク

（7）気候変動に関するリスク

事業等のリスクについて

政策保有株式の縮減について

https://www.towajapan.co.jp/jp/wp-content/uploads/sites/2/2024/10/2025account.pdf

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/ip/

■ 内部通報制度
社員相談窓口として総務部が専用メールアドレスを設

けており、社員は直接通報や相談ができる仕組みを整え
ています。女性社員専用のメールアドレスも設けており、
担当の女性社員に直接届くようになっています（電子メー
ル以外の面会等による方法も可能です）。調査委員会が
調査を行い、必要に応じて社外の専門家等にも相談いた
します。なお、公益通報者が不利益を被らないよう社内
規程で定め配慮しています。

■ 取締役会の機能強化に向けて
取締役会の機能強化と多様性を高める目的から2022

年6月より、女性役員を1名増員し2名といたしました。
2025年7月現在、女性役員比率は18％です。

■ 有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示推進
企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正の内容

に基づき、サステナビリティ情報の開示を推進しています。
サステナビリティに関する体制の整備や取り組みを進め、
情報開示の充実化を図ってまいります。

■ 知的財産管理
「知的財産方針」に基づき、国内外知的財産の更なる強

化や、他社権利侵害等のリスク対策に取り組んでいます。
発明・創作の活性化を図るとともに、全社知財・統制
管理の強化のために活動範囲を全社グループに拡大し、
適切な知財管理体制の構築を進めてまいります。
「知的財産方針」につきましては、下記のウェブサイト

をご参照ください。

■ 社内教育
法令や社会規範を遵守して事業活動および会社生活

を営むうえで必要となる知識を、主にeラーニングを通
じて社員に徹底しています。階層別で受講するWeb通信
教育講座でもCSR・コンプライアンス関連の講座を設け
ています。定期的に実施することにより社員の知識・意識
の定着を図っています。

「腐敗防止方針」につきましては、下記のウェブサイト
をご参照ください。

〈実施している教育の例〉
コンプライアンス教育、輸出管理教育、ハラスメント研修、
メンタルヘルス教育、情報セキュリティ教育、環境教育

■ 腐敗行為の防止
当社グループは、「腐敗防止方針」に基づき、贈収賄、

横領、利益供与の強要、不正入札等の、自己または第三
者の職務上の権力や地位の濫用といった腐敗行為、また、
それに加担する行為である司法妨害、資金洗浄等の防
止の徹底に努めています。

https://www.towajapan.co.jp/jp/company/
anticorruption/

その他、詳細につきましては下記コーポレートガバナンスのウェブサイトをご参照ください。
　　 https://www.towajapan.co.jp/jp/company/governance/

IR・SR活動内容 2024年3月期実績 2025年3月期実績

決算説明会・記者会見（CEO対応） 4回 4回

機関投資家・アナリストとの個別面談 約330回 約400回

機関投資家向けカンファレンス参加 3回 11回

コーポレートガバナンス強化・企業価値向上に向けた取り組み

コンプライアンスの取り組み
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取締役 執行役員

地位・役職 社外 独立 指名報酬
委員会 企業経営 人財開発 生産

技術開発
海外駐在

経験
営業マーケ
ティング 会計 法務コンプ

ライアンス

岡田 博和 代表取締役
会長 ○ ● ● ● ●

三浦 宗男 取締役
社長執行役員 ○ ● ●

石田 耕一 取締役
専務執行役員 ● ●

柴原 信隆 取締役
常務執行役員 ○ ● ● ● ●

西村 一洋 取締役
上席執行役員 ● ● ●

中西 和彦 取締役
執行役員 ● ●

矢野 輝弘 取締役 ○ ○ ○ ●

服部 広志 取締役常勤
監査等委員 ●

和氣 大輔 取締役
監査等委員 ○ ○ ◎ ●

後藤 美穂 取締役
監査等委員 ○ ○ ○ ●

田中 素子 取締役
監査等委員 ○ ○ ○ ●

スキルマトリックス

◎は委員長

岡田 博和
代表取締役会長

鈕 方舜
常務執行役員

東和半導体設備（上海）有限公司 董事長

寺内 利浩
執行役員

株式会社バンディック 代表取締役社長

高田 直毅
執行役員

開発本部長

韓 相倫
常務執行役員

TOWA韓国株式会社 代表理事

笹田 秀典
執行役員

TOWATEC株式会社 代表取締役社長

（最高経営責任者）

三浦 宗男
取締役社長執行役員

営業本部長

西村 一洋

田中 素子

服部 広志

取締役上席執行役員

取締役監査等委員（社外）

取締役常勤監査等委員

生産本部長

田中公認会計士事務所所長
株式会社ワコールホールディングス
社外監査役

柴原 信隆

後藤 美穂

矢野 輝弘

取締役常務執行役員

取締役監査等委員（社外）

取締役（社外）

管理本部長

後藤総合法律事務所弁護士

石田 耕一

和氣 大輔

取締役専務執行役員

取締役監査等委員（社外）

コア技術事業本部長

和氣公認会計士事務所所長
シライ電子工業株式会社
社外取締役監査等委員

中西 和彦
取締役執行役員

経営企画本部長 兼 秘書室長 兼
INNOMS推進室長

役員一覧
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財務・非財務ハイライト
非財務ハイライト財務ハイライト

売上高 連結従業員数
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※連結については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。
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国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の6つの生産拠点の
合計。CO2への換算係数は、国内は環境省の「電気事業者別排出係数一覧」、海外
はIEA発行のEmissions Factorsを使用。燃料は、国内ガス会社の公表値、およ
び環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を使用。

国内のグループ会社を含む5つの拠点と、海外グループ会社の6つの生産拠点
の合計。

※正社員と嘱託社員の合計を期末時点にて算出

※TOWA単体における全社共通の研修のみ集計

※年間通じての実雇用率にて算出　※TOWA単体を算出 ※期末時点にて算出　※TOWA単体を算出

※期末時点までの退職者÷期初の人数×100にて算出（退職者に定年退職者は
含めない）　※TOWA単体を算出

※TOWA単体を算出　※期中退職者・休職者・出向者除く
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負債及び純資産 2024年3月期 2025年3月期

流動負債

支払手形及び買掛金 3,834,249 2,551,525

電子記録債務 36,252 28,887

短期借入金 9,400,000 7,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,560,000 1,120,000

リース債務 149,506 166,833

未払法人税等 1,827,856 1,222,764

前受金 2,598,098 1,819,014

賞与引当金 986,299 1,168,008

役員賞与引当金 98,443 117,231

製品保証引当金 307,882 313,722

その他 2,399,211 2,501,956

流動負債合計 23,197,801 18,009,944

固定負債

長期借入金 2,490,000 1,370,000

リース債務 419,819 407,950

繰延税金負債 2,330,034 957,017

退職給付に係る負債 933,297 1,014,238

株式給付引当金 40,497 82,967

その他 14,479 －

固定負債合計 6,228,128 3,832,173

負債合計 29,425,930 21,842,118

株主資本

資本金 8,955,671 8,969,261

資本剰余金 450,981 464,571

利益剰余金 38,359,732 45,479,594

自己株式 △115,191 △115,241

株主資本合計 47,651,194 54,798,186

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,013,298 2,817,381

為替換算調整勘定 4,642,014 3,716,815

退職給付に係る調整累計額 129,394 53,984

その他の包括利益累計額合計 10,784,708 6,588,181

純資産合計 58,435,903 61,386,368

負債純資産合計 87,861,833 83,228,486

連結包括利益計算書 2024年3月期 2025年3月期

当期純利益 6,444,193 8,121,050
その他の包括利益

その他有価証券
評価差額金 3,700,708 △3,195,917

為替換算調整勘定 2,071,376 △925,199
退職給付に係る調整額 109,390 △75,410
その他の包括利益合計 5,881,475 △4,196,527

包括利益 12,325,668 3,924,523
（内訳）

親会社株主に係る
包括利益 12,325,668 3,924,523

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △505,352 △1,772,258
定期預金の払戻による収入 322,857 1,122,975
投資有価証券の売却による収入 － 1,540,447
その他の投資に係る支出 △4,589 △513,930
有形及び無形固定資産の
取得による支出 △1,668,564 △5,044,564

有形及び無形固定資産の
売却による収入 35,612 11,454

事業譲受による支出 △933,600 －
その他 △20,128 △102,342
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,773,764 △4,758,217

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額

（△は減少） － △2,400,000

長期借入れによる収入 100,000 －
長期借入金の返済による支出 △1,930,000 △1,560,000
自己株式の取得による支出 △101,754 △2,111
配当金の支払額 △1,000,785 △1,001,188
連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 △435,922 －

その他 △155,902 △162,963
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,524,364 △5,126,263

現金及び現金同等物に
係る換算差額 719,024 △615,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,086,775 △126,886
現金及び現金同等物の期首残高 16,430,497 20,517,272
現金及び現金同等物の期末残高 20,517,272 20,390,386

連結貸借対照表 連結損益計算書及び
連結包括利益計算書

資産 2024年3月期 2025年3月期

流動資産

現金及び預金 20,830,999 21,338,921

受取手形 86,464 58,972

電子記録債権 345,054 351,247

売掛金 15,049,199 11,332,248

リース債権及びリース投資資産 － 19,965

商品及び製品 4,110,721 3,828,829

仕掛品 10,041,146 10,223,352

原材料及び貯蔵品 1,699,212 1,795,319

その他 1,550,660 1,709,806

貸倒引当金 △2,363 △6,364

流動資産合計 53,711,096 50,652,299

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,106,434 22,949,252

減価償却累計額 △13,065,298 △13,670,130

建物及び構築物（純額） 9,041,135 9,279,121

機械装置及び運搬具 17,554,193 18,094,025

減価償却累計額 △11,954,563 △12,434,302

機械装置及び運搬具（純額） 5,599,630 5,659,723

土地 5,289,066 6,566,490

リース資産 1,594,823 1,685,684

減価償却累計額 △440,008 △509,906

リース資産（純額） 1,154,815 1,175,777

建設仮勘定 232,675 829,705

その他 4,852,823 5,248,194

減価償却累計額 △4,002,437 △4,258,128

その他（純額） 850,385 990,066

有形固定資産合計 22,167,709 24,500,885

無形固定資産

その他 1,329,271 1,421,284

無形固定資産合計 1,329,271 1,421,284

投資その他の資産

投資有価証券 9,244,703 4,446,381

繰延税金資産 445,334 517,376

退職給付に係る資産 641,147 678,782

その他 322,569 1,011,477

投資その他の資産合計 10,653,756 6,654,017

固定資産合計 34,150,736 32,576,186

資産合計 87,861,833 83,228,486

(単位：千円) (単位：千円)

(単位：千円)

連結損益計算書 2024年3月期 2025年3月期

売上高 50,471,799 53,479,205
売上原価 32,273,620 33,572,197
売上総利益 18,198,179 19,907,008
販売費及び一般管理費 9,536,350 11,026,604
営業利益 8,661,829 8,880,404
営業外収益

受取利息 145,619 191,313
受取配当金 282,068 131,849
固定資産賃貸料 57,982 71,243
雑収入 170,083 307,345
営業外収益合計 655,754 701,751

営業外費用
支払利息 71,787 91,336
貸与資産減価償却費 30,397 33,083
為替差損 120,986 31,466
雑損失 14,677 25,884
営業外費用合計 237,849 181,771

経常利益 9,079,734 9,400,384
特別利益

固定資産売却益 35,135 6,559
固定資産受贈益 23,200 －
投資有価証券売却益 － 1,306,284
受取損害賠償金 － 524,175
特別利益合計 58,335 1,837,020

特別損失
固定資産売却損 － 2,734
固定資産除却損 10,209 14,292
投資有価証券評価損 12,786 12,056
特別損失合計 22,995 29,083

税金等調整前当期純利益 9,115,073 11,208,320

法人税、住民税及び
事業税 2,942,089 3,149,194

法人税等調整額 △271,208 △61,924
法人税等合計 2,670,880 3,087,270
当期純利益 6,444,193 8,121,050

親会社株主に帰属する
当期純利益 6,444,193 8,121,050

連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書 2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 9,115,073 11,208,320
減価償却費 2,540,701 2,673,130
のれん償却額 146,567 149,445
貸倒引当金の増減額（△は減少） △641 4,156
賞与引当金の増減額（△は減少） △17,175 186,197
役員賞与引当金の増減額

（△は減少） △1,688 19,680

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） 6,952  △77,837

株式給付引当金の増減額
（△は減少） 40,497 44,209

製品保証引当金の増減額
（△は減少） △9,671 7,903

受取利息及び受取配当金 △427,687 △323,162
支払利息 71,787 91,336
為替差損益（△は益） 66,833 △21,873
投資有価証券売却損益（△は益） － △1,306,284
売上債権の増減額（△は増加） △1,476,948 2,844,772
棚卸資産の増減額（△は増加） 96,607 21,205
その他の流動資産の増減額

（△は増加） △43,896 △475,440

仕入債務の増減額（△は減少） 1,193,242 △1,300,121
その他の流動負債の増減額

（△は減少） 348,150 △148,798

その他 △339,832 175,611
小計 11,308,874 13,772,451
利息及び配当金の受取額 258,150 325,446
利息の支払額 △73,066 △92,933
法人税等の支払額 △1,906,869 △3,646,478
法人税等の還付額 78,790 14,319
営業活動による
キャッシュ・フロー 9,665,880 10,372,805

(単位：千円)



TOWATEC株式会社
①本社
③九州サービス　　　　　⑦東北サービス

⑯TOWA半導体設備（蘇州）

⑭TOWA韓国

①本社・工場 ②京都東事業所 ⑥バンディック

③九州事業所

⑮TOWAファイン

⑱東和半導体設備（南通）

㉒TOWAM ㉓TOWA TOOL

生産拠点
販売拠点
サービス拠点
トレーニングセンター
ラボラトリ

TOWA株式会社
①本社・工場
②京都東事業所
③九州事業所

⑪TOWA Europe B.V.（オランダ）
⑫TOWA Europe GmbH（ドイツ）

⑭TOWA韓国株式会社（韓国）

⑮TOWAファイン株式会社（韓国）

⑯TOWA半導体設備（蘇州）有限公司（中国）
⑰東和半導体設備（上海）有限公司（中国）
⑱東和半導体設備（南通）有限公司（中国）
⑲東和半導体設備研究開発（蘇州）有限公司（中国）

⑳台湾東和半導体設備股份有限公司（台湾）

㉑TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.（シンガポール）
㉒TOWAM Sdn. Bhd.（マレーシア）
㉓TOWA TOOL SDN. BHD.（マレーシア）
㉔TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN.
　BHD.（マレーシア）
㉕TOWA Semiconductor Equipment
　Philippines Corp.（フィリピン）
㉖TOWA THAI COMPANY LIMITED（タイ）
㉗TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE
　LIMITED（インド）

⑬TOWA USA
　Corporation（米国）

　⑥株式会社バンディック

TOWAレーザーフロント株式会社
⑧本社・工場
⑨中部営業所　　　　　　⑩関西営業所

③

①②
⑩

⑨ ⑧
④⑥

⑤

⑦

⑬

⑪⑫

⑭⑮

⑳

㉑㉔

⑯⑰⑱⑲

㉓㉒
㉕㉖

㉗

④東京営業所
⑤長野営業所

会社概要（2025年3月31日現在）

会社情報 株式情報

TOWAグループ

商号

設立
資本金
本社所在地

従業員数
ホームページ
上場取引所

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数
事業年度
定時株主総会
基準日

単元株式数
株主名簿管理人

同事務取扱場所

郵便物の郵送先及び
電話お問い合わせ先

未払い配当金のお支払

公告方法

TOWA株式会社
（英文名TOWA CORPORATION）

1979年4月17日
8,969,261,572円
京都市南区上鳥羽上調子町5番地
☎（075）692-0250（代表）
681名（単体） 2,099名（連結）
https://www.towajapan.co.jp
東京証券取引所プライム市場

240,000,000株
75,140,556株
62,162名
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
毎年6月
株主総会権利行使および期末配当 3月31日
中間配当 9月30日
100株
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社証券代行部
☎0120-288-324（フリーダイヤル）
みずほ信託銀行 本店および全国各支店
みずほ銀行 本店および全国各支店
電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由に
より電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞
に掲載します。
公告掲載URL https://www.towajapan.co.jp

大株主

株主名 持株数(千株) 持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 5,753 7.66
株式会社ケイビー恒産 5,700 7.59
株式会社エヌレガロ 3,780 5.03
株式会社京都銀行 2,099 2.80
株式会社日本カストディ銀行 1,798 2.39
JPモルガン証券株式会社 1,623 2.16
濱田　英之 1,286 1.71
楽天証券株式会社 1,127 1.50
TOWA社員持株会 934 1.24
JP MORGAN CHASE BANK 385781 849 1.13

（注1） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は
信託業務に係るものです。

（注2） 持株比率は、自己株式（43,275株）を控除して計算しております。
（注3） 2024年８月29日開催の取締役会決議により、2024年10月１日付で株式分割（1株

につき3株に分割）に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、160,000,000
株増加しております。

（注4） 2024年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、上記
株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。

TOWA株式会社
本社・工場
京都東事業所
九州事業所

株式会社バンディック
TOWATEC株式会社
TOWAレーザーフロント株式会社

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.（シンガポール）
TOWAM Sdn. Bhd.（マレーシア）
TOWA TOOL SDN. BHD.（マレーシア）
TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. 
BHD.（マレーシア）※

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.（フィリピン）
TOWA THAI COMPANY LIMITED（タイ）
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE 
LIMITED（インド）※

TOWA USA Corporation（米国）
TOWA Europe B.V.（オランダ）
TOWA Europe GmbH（ドイツ）
TOWA半導体設備（蘇州）有限公司（中国）
東和半導体設備（上海）有限公司（中国）
東和半導体設備（南通）有限公司（中国）
東和半導体設備研究開発（蘇州）有限公司（中国）
台湾東和半導体設備股 有限公司（台湾）
TOWA韓国株式会社（韓国）
TOWAファイン株式会社（韓国）

国内

海外

グローバルネットワーク

※2025年4月に設立

所有者別株式数分布

75,140千株
（100.0%）

証券会社
5,794千株（7.7%）

外国法人等
6,758千株（9.0%）

金融機関
10,778千株（14.3%）

事業法人・その他の法人
12,612千株（16.8%）

個人・その他
39,196千株（52.2%）
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